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摘要： 钨铜是采用熔渗方法制得，在制作时，由于粉末冶金技术本身的不足，往往会导致钨
铜材料致密度较低，有较多的孔洞。又由于钨铜合金属假合金状态，钨元素和许多金属的不相
容性，给钨铜合金的电镀带来很多困难。钨铜材料的电镀成品率低且容易产生缺陷，通过我们
在工作中的积累，钨铜表面电镀常出现以下缺陷：1.孔洞，2.油污，3.鼓泡，4.腐蚀

1. 孔洞
电镀层孔洞缺陷是指在电镀层上有一定大小
和深度，肉眼可见而颜色为黑色的缺陷，孔
洞是粉末冶金产品电镀层最常见的一种缺
陷，这是由于粉末冶金产品自身材料不致密
所导致的。通过对大量的孔洞样品进行分析
和归类发现钨铜电镀层孔洞的形貌和大小各
不一样，大致可以分为圆孔、方孔和不规则
孔洞，孔洞的大小为200μm，300μm，可以
推断基材中的孔洞可能是由于下列两个原因
产生的：
(1)在掺入成形剂时搅拌不均匀导致成形剂在
某一区域富集，在高温脱成形剂时成形剂挥
发留下孔洞。
(2)在该区域内的粉末同周围的粉末粘贴不
牢固在加工过程中脱落造成孔洞。因此掺成
形剂是否均匀是防止产生该类孔洞的关键所
在，可以通过提高搅拌时间、改善成形剂和
粉术流动性等方法来提高掺成形剂的均匀性。
2. 油污
钨铜材料镀层油污缺陷是指在镀层上有较大
面积的黑色区域，和铄可以看到油污区域的
元素组成基本是在电镀工艺中所涉及到的各
种溶液的元素，和铄因此可以推断镀层油污
缺陷所对应的基体中应该存在一些微小的针
孔洞而这些针孔由于较小在镀层较厚时可以
将其封掉，和铄同时也将一定量的镀液封在
孔内，在放置较长时间后或者处在温度较高
时，小孔内的镀液会向外溢出从而造成电镀
层表面的油污。要减少油污缺陷的产生要尽
量提高材料的致密度，减少表面微孔的数量。

3. 鼓泡
表面镀层鼓泡是钨铜材料表面镀镍常见的一
种缺陷，其表现为在镀镍层的表面鼓起一
个小气泡，钨铜材料电镀镍层的气泡缺陷
一般为半球形，大小lmm左右．多发生在产
品的侧边、形状转折处等部位。
在实际中，将鼓泡处的镀层去除后，借助仪
器，可以发现鼓泡处下层的基体表面有很
多呈均匀分布的黑点，黑点的成分为承烧
氧化铝粉末，在该区域内的粉末同周围的
粉末粘贴。

4. 腐蚀
钨铜材料电镀层的腐蚀缺陷是指电镀层上有
粗糙度相对较大、色泽灰暗的区域，在实
际工作中发现将腐蚀样品在蒸馏水中进行
清洗时在腐蚀区域会留有大量的水痕， 进
行适当的处理 后大部分腐蚀缺陷可以消除，
由此可以推断腐蚀缺陷是出于电镀工艺不恰
当、电镀溶液不净洁、电镀完成后镀液清洗
不彻底等原囡造成的。可以同时改善电镀工
艺、定期清理镀液、加大电镀后镀液的清理
力度等方法来减少腐蚀缺陷的产生。 
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